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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年1月14日(2016.1.14)

【公開番号】特開2014-103266(P2014-103266A)
【公開日】平成26年6月5日(2014.6.5)
【年通号数】公開・登録公報2014-029
【出願番号】特願2012-254453(P2012-254453)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｆ   1/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ   1/153    (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ   1/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  27/255    (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/02     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  45/02     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  19/03     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｆ    1/32     　　　　
   Ｈ０１Ｆ    1/14     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｆ    1/22     　　　　
   Ｈ０１Ｆ   27/24     　　　Ｄ
   Ｂ２２Ｆ    1/02     　　　Ｅ
   Ｂ２２Ｆ    1/02     　　　Ａ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｙ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｆ
   Ｂ２２Ｆ    3/00     　　　Ｂ
   Ｃ２２Ｃ   45/02     　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ   38/00     ３０３Ｓ
   Ｃ２２Ｃ   19/03     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月17日(2015.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軟磁性金属材料で構成された粒子と、前記粒子を覆うように融着し前記粒子とは組成の
異なる軟磁性金属材料で構成された被覆層と、を有し、
　前記粒子のビッカース硬度をＨＶ１とし、前記被覆層のビッカース硬度をＨＶ２とした
とき、１００≦ＨＶ１－ＨＶ２の関係にあり、
　前記粒子の投影面積円相当径の半分をｒとし、前記被覆層の平均厚さをｔとしたとき、
０．０５≦ｔ／ｒ≦１の関係にあることを特徴とする複合粒子。
【請求項２】
　２５０≦ＨＶ１≦１２００および１００≦ＨＶ２＜２５０の関係にある請求項１に記載
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の複合粒子。
【請求項３】
　前記粒子および前記被覆層は、絶縁層を介して互いに接している請求項１または２に記
載の複合粒子。
【請求項４】
　当該複合粒子の全体を覆う絶縁層をさらに有する請求項１または２に記載の複合粒子。
【請求項５】
　前記粒子を構成する軟磁性金属材料および前記被覆層を構成する軟磁性金属材料はそれ
ぞれ結晶質金属材料であり、
　Ｘ線回折法により測定された前記粒子における平均結晶粒径は、Ｘ線回折法により測定
された前記被覆層における平均結晶粒径の０．２倍以上０．９５倍以下である請求項１な
いし４のいずれか１項に記載の複合粒子。
【請求項６】
　前記粒子を構成する軟磁性金属材料は非晶質金属材料またはナノ結晶金属材料であり、
前記被覆層を構成する軟磁性金属材料は結晶質金属材料である請求項１ないし５のいずれ
か１項に記載の複合粒子。
【請求項７】
　前記粒子を構成する軟磁性金属材料は、Ｆｅ－Ｓｉ系材料である請求項１ないし５のい
ずれか１項に記載の複合粒子。
【請求項８】
　前記被覆層を構成する軟磁性金属材料は、純Ｆｅ、Ｆｅ－Ｂ系材料、Ｆｅ－Ｃｒ系材料
、およびＦｅ－Ｎｉ系材料のうちのいずれかである請求項７に記載の複合粒子。
【請求項９】
　前記被覆層は、前記粒子の表面全体を覆っている請求項１ないし８のいずれか１項に記
載の複合粒子。
【請求項１０】
　軟磁性金属材料で構成された粒子と、前記粒子を覆うように融着し前記粒子とは組成の
異なる軟磁性金属材料で構成された被覆層と、を有し、
　前記粒子のビッカース硬度をＨＶ１とし、前記被覆層のビッカース硬度をＨＶ２とした
とき、１００≦ＨＶ１－ＨＶ２の関係にあり、
　前記粒子の投影面積円相当径の半分をｒとし、前記被覆層の平均厚さをｔとしたとき、
０．０５≦ｔ／ｒ≦１の関係にある複合粒子を製造する方法であって、
　前記粒子の表面に前記粒子より小径の被覆粒子を機械的に圧接し融着させることにより
、前記被覆層を形成することを特徴とする複合粒子の製造方法。
【請求項１１】
　前記粒子の表面を覆うように、前記被覆粒子を融着させる請求項１０に記載の複合粒子
の製造方法。
【請求項１２】
　軟磁性金属材料で構成された粒子と前記粒子を覆うように融着し前記粒子とは組成の異
なる軟磁性金属材料で構成された被覆層とを有する複合粒子と、前記複合粒子同士を結合
する結合材と、を圧縮成形してなる圧粉体で構成され、
　前記粒子のビッカース硬度をＨＶ１とし、前記被覆層のビッカース硬度をＨＶ２とした
とき、１００≦ＨＶ１－ＨＶ２の関係にあり、
　前記粒子の投影面積円相当径の半分をｒとし、前記被覆層の平均厚さをｔとしたとき、
０．０５≦ｔ／ｒ≦１の関係にあることを特徴とする圧粉磁心。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の圧粉磁心を備えることを特徴とする磁性素子。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の磁性素子を備えることを特徴とする携帯型電子機器。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の複合粒子は、２５０≦ＨＶ１≦１２００および１００≦ＨＶ２＜２５０の関係
にあることが好ましい。
　これにより、圧縮されたときに粒子同士の隙間に適度な被覆層が入り込むことのできる
複合粒子が得られる。
　本発明の複合粒子では、前記粒子および前記被覆層は、絶縁層を介して互いに接してい
ることが好ましい。
　本発明の複合粒子では、当該複合粒子の全体を覆う絶縁層をさらに有することが好まし
い。
　本発明の複合粒子では、前記粒子を構成する軟磁性金属材料および前記被覆層を構成す
る軟磁性金属材料はそれぞれ結晶質金属材料であり、
　Ｘ線回折法により測定された前記粒子における平均結晶粒径は、Ｘ線回折法により測定
された前記被覆層における平均結晶粒径の０．２倍以上０．９５倍以下であることが好ま
しい。
　これにより、粒子と服装の硬度のバランスをより最適化することができる。すなわち、
複合粒子を圧縮したときに被覆層が適度に変形し、圧粉磁心の充填率を特に高めることが
できる。
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